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     溶剤系防湿剤を基板反転しないで下からセレクトスプレイ塗布可能 

   ノズル距離５～３０ｍｍよりセレクト塗布可能（＠塗布幅３～９mm） 
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■小径、細線用薄膜スプレーバルブ開発の背景 

Shimada Appli合同会社はこれまで選択的に部分塗布スプレーが出来るマイクロスプレーの開

発を主に行ってきました。しかし、お客様からナノオーダーでの１～３ｍｍ幅の薄膜小径又は細

線スプレーで電極形成やフラックスの薄膜部分塗布に活用できる商品が欲しいとのお声をいた

だいたことから、この度「小径、細線専用薄膜スプレーバルブ」を開発いたしました。 

「小径専用マイクロスプレーバルブ」は、PEDOT等の導電材やフラックス材料、さらにJCR材、

各種絶縁剤等を単に平板状表面だけでなく凹凸面を有する表面や局部表面に薄く部分的に成膜

ができ、レンズ面への薄膜パターン形成にも応用展開が可能となっております。 

■小径専用マイクロスプレーバルブの特長 

１．0.2g/minからの微少量の塗布調整が可能 

吐出量が毎分 0.2gからの微少量塗布が可能で、（但し粘度により相違あり）ナノオーダーの成

膜が可能です。 

２．塗布幅は最少0.7㎜(塗布材条件による) 

塗布パターン幅は、0.7～4ｍｍ（ノズル距離5～25㎜）であり、マイクロマシンのような複雑微

細なサブストレートに対して有効であるばかりでなく、凹凸物、電子眼鏡等の円形物等平板以外

の被塗物にも薄膜コーティングが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

細線塗布用スプレイガン本体  導電材細線薄膜スプレー      ソルダーレジスト塗布 

■セレクティブフラックスアプリケーションへの応用 

 フラックス塗布は、プリント基板の実装工程でフローはんだ付けに不可欠なプロセスとして使

用されています。しかしＢＧＡ及びフリップチップ実装開発の進歩により、これらのコンポーネ

ント搭載によるフラックス塗布は、従来の工法ではなくセレクテリブに塗布することが必要であ

ります。現在写真１のような幾つかの部分フラックス塗布方式がありますが、それぞれ利点もあ

るがフラックスの劣化、塗布量安定性等の欠点もあり充分満足したプロセスとしたものがありま

せんでした。 

 

 

 

 

 

 
                       

  スタンプ方式   ブラシ方式   ニードル方式 

写真１ 各種セレクテリブフラックス塗布 
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そこでShimada Appliは、細線用薄膜スプレーバルブにより、塗布量安定、コスト低減、処理能

力増大が実現出来るシステムを開発しました。（写真２＆別紙塗布サンプル写真参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■セレクティブコンフォーマルコーティングへの応用 

FS式マイクロスプレーガンを応用した細線用薄膜スプレーバルブは、フラックスの限定塗布や

防湿塗布にも応用が可能で、写真２に示すように低粘度塗布液を下方から上方向に向けて、液だ

れなく高速で小径Dotや細線スプレーすることも出来ます。 

今まで溶剤系防湿剤を使用するコンフォーマルコーティングにおける自動塗布方式は、フィルム

状塗布パターンによるカーテン塗工が一般的ですが、この場合凹凸ある表面に１５μｍ以下の均

一成膜を作成することが困難なため、平面上で２０μｍ以上の膜厚を維持することが一般的でし

た。そのため、余分な防湿剤、溶剤を使用していることで原単位の低減が、困難な点がありまし

た。 

今回開発しました細線用薄膜スプレーバルブは、凹凸ある表面にも、現在使用されているアクリ

ル、ウレタン、ゴム系等の溶剤含有型防湿剤を見切り良いスプレーパターン形成で１５μｍ以下

の（５～１５μｍ程度）均一な薄膜形成が可能によって、塗布材、溶剤の大幅削減になります。 

 さらに基板B面（裏面）塗布が必要なインライン塗布方式において、基板はんてんのプロセス

を用いずに、下方からセレクトスプレー塗布することで、液垂れの課題もなく均一成膜も形成さ

れるためラインプロセスの短縮につながります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 
  写真２． 非接触塗布式セレクティブフラックス塗布への応用 

   

図１．基板 B面塗布の場合の下方からセレクトスプレー例 
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■細線用薄膜マイクロセレクトスプレーガンの特徴要約、 

(1) コーティング膜厚を1000ｵﾝｸﾞｽﾄﾛｰﾑ～100μｍ程度まで調整可能。 

(2) 0.１g/minからの微少量からmaxは１0g/min程度。 

(3)1cps～300cpsの広い適応粘度範囲を持つ。 

(4)10CC程度の小量でもコーティング可能。 

(5)電界をかけずにコーティングできる為、絶縁体にもコーティング可能。 

(6)レジスト剤等を、膜厚0.1μｍ～３0μｍ程度の広範囲にて塗布可能。（NV値１％以下

なら１００nm以下の塗布膜厚作成も可能。 

(8)３～８c㎡の小領域の面積や凹凸物、円形物等平板物以外の被塗物にもコーティング

可能。                       

以上 

■細線用薄膜マイクロセレクトスプレーガン塗布サンプル例（次ページ参照） 

 No1：溶剤系防湿剤（IPA主体のハヤコート）、No2：ソルダレジスト（S-50熱硬化） 

塗布先端部の方向性
（３０μ塗布を前提）

上下又は横からのス
プレイでもOK→３D
（立体基板）基板にも

対応可能

上からしか不可。
横、下からの塗布
だと垂れが出て塗

膜はNG

上からしか不可。
横、下からの塗布
だと垂れが出て塗

膜はNG

上からしか不可。
横、下からの塗布
だと垂れが出て塗

膜はNG

乾燥時間（半田面＠３
０μの場合）

常温＠２５℃３２％
３．５分

冷風（風速２～２．４
mm/s）１分以内

１０分以上＠２
５℃３２％
冷風５分以上

１０分以上＠２
５℃３２％
冷風５分以上

６分以上＠２５℃
３２％

冷風３分以上

ピン足の側面成膜 ５μ以上
２μ以下（流れや
すいため）

２μ以下（流れや
すいため）

２μ以下（流れや
すいため）

管理、メンテ性 ◎ ○ △ △

凹部へのたまり（QFP
型のピン足間すきま
やIC底面部など）

塗布後の垂れにくさ
で溜まりにくい

塗布後の固形分
は塗布前と変わら
ないため垂れや

すい

塗布後の固形分
は塗布前と変わら
ないため垂れや

すい

塗布後の固形分
はフィrムコート刷
毛少し良い程度。

幅のばらつき、見切り
精度＠１０mm幅基準

端部より１～2㎜ 端部より1㎜ 端部より１-２㎜ ×（大きすぎる）

基板の半田面塗布で
部品のピン先端部の
成膜具合＠底面３０μ

１０μ以上
２μ 以下（流れや
すいため）

２μ以下（流れや
すいため）

２μ以下（流れや
すいため）

塗布幅維持のための
粘度ばらつき要求範

囲

原液４００CPS±
20％のばらつきでも
塗布幅維持。

希釈液粘度として
±２％以内でない
と幅が変化する

希釈液粘度が±
20％以内であれ
ば幅維持可能

液粘度±10％以
内であれば幅維
持可能

塗布幅の調整可能範
囲(mm）

１．２～１２ ５～１５ ５～８ １５～１００

使用溶剤

溶剤ミスト霧化で使
用する溶剤量は原液
１００に対し２２使用

で済む

原液１００に対し５
０を希釈して使用

原液１００に対し１
００を希釈して使

用

刷毛塗り（従来） スプレー（従来）今回開発システム

使用粘度（CPS) ４００CPS（原液使
用）

> ９０(90CPS以下
で使用）
原液 不可

フィルム コート（従
来）

＞１００（１００CPS
以下で使用）
原液不可

＞３０（３０CPS以
下で使用）
原液不可

塗着効率（％）* ９８以上 ９８以上

６０前後(刷毛を
塗っては液に浸
漬するため、浸漬
液が汚れすてるこ
とになるため）

３０以下（飛散ミス
ト多くマスキング
等余分に付着

３０µｍを形成した場合

 

基板半田面側塗布

基板面状から塗布厚み３０ミクロン

30
μ
（
塗
布
膜
厚
）

30
μ
（
塗
布
膜
厚
）

今回開発した塗布状態フィルムコート塗布状態

５μ以上 ５μ以上

１
０
μ
以
上

面実装IC（QFP,SP等）

乾燥した防湿材

ピン足の裏側及びピンピッチ間の

箇所にたまりが出やすい

IC底面部に塗布液が溜まりすぎると、アクリ
ル系防湿材料では熱ストレスで半田接続を

 
表１．塗布システムと他方式の比較             図２．本方式によるスプレー塗布結果例 
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